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反転層設計

（生産工程の半減化）



　　基板の製品設計（単品基板）を行った後、

その単品を面付けにし、その際、ある基準線を

境に反転させた面付けを行う。

　　その結果、部品面視、半田面視、共に同じ

姿状態になる。

　　即ち、部品面、半田面の概念を無くし、設計

後の工程（基板製作、組立）の大幅削減をはか

る。
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目次

１．一般的な設計

２．本提案の面付設計

３．特徴

４．問題点

５．設計方法



（１）単品設計
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１．一般的な設計

部品面シルク 部品面パターン

半田面シルク 半田面パターン

左図は部品面透視。

内層がある場合も同様に考える。

（２）面付け設計

部品面シルク

ここでは仮に４面付け設計とする。

部品面パターン

※　この設計では部品面と半田面では別の顔のデータとなる。



（１）単品設計
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２．提案面付け設計

部品面シルク 部品面パターン

半田面シルク 半田面パターン

左図は部品面透視。

内層がある場合も同様に考える。

（２）面付け設計

部品面シルクであり半田面シルク

※　単品設計の半田面データを反転して部品面データとする。

部品面パターンであり半田面パターン



　部品面、半田面がデータとして異なるため、基板製作段階の版データはそれぞれ必要と
なる。また、組立（実装）工程においても、別々の工程を組まなければならない。

　①　一般的な設計

　②　本提案設計

　本設計では、上記の異なる部品面、半田面のデータを面付けデータ段階で同一にするこ
とにより、基板製作時の版数を減らすと共に、実装時の製造工程を２種類から１種類にで
き、リードタイムのロスを無くすることができる。

　即ち、基板製作コストの低減、及び組立コストの低減がはかれる。

　組立工程では、部品面と半田面で実装部品数等が異なるため、リードタイムが異なるこ
とになり、製作コストのロスを発生しやすい。

　従って、設計段階で両面の実装バランス等を考慮した設計が求められる。
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３．特徴

　加えて、メタルマスクの枚数も１枚でよくなる。



　面実装品搭載基板に限られ、ディスクリート品の場合は不可能である。

　①　対応できない設計
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４．本提案設計の問題点

　面実装品で重量の重い部品の場合、リフロー半田付けでは落下の可能性があるため、
ディスペンサで固定する等の対策が必要である。

　版は共用可能であるが、フィルムの印刷面が表裏異なるため、少し誤差の出る可能性が
ある。



　 本 事 業 計 画 の 最 大 の 目 的 は 、 顧 客 － 基 板 設 計 者 － Ｃ Ａ Ｄ メ ー カ ー の 関 係 を 有 効 且 つ

円 滑 に 進 め る こ と に よ り 設 計 コ ス ト の 低 減 、 設 計 品 質 の 向 上 を は か り 、 顧 客 に 対 す る 満

足 度 を 最 大 限 に 発 揮 す る こ と に あ る 。

　従来の設計の流れは上図の通りであるが、それを目的達成のために、設計のルーチ
ンをスリム化し、効率的な設計体制をとることにある。
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５．具体的な設計方法

ＣＲ５０００の場合

----基板ファイルのミラーデータ作成方法----

１．単品基板ファイル（仮にＸＸＸ）から********抽出。
    使用部品：******：配置面；（ＸＸＸ．ｘｙ）
   ********：ＸＸＸ－ＭＩＲ）の作成。
    使用部品ファイルからＸＸＸ－*******を作成。
          ＄********｛

①******の「：」を削除
②*****：→*****；
③*****：→*****；

                ④********
　　　　　　　　　Ｘ座標値とＹ座標値の間の「：」は「，」に変える。
                ⑤*******を入替える。
                          （*******）
２．回路ネット*******。
３．******新規作成：*****
４．配線層数変更********
５．********を「入力ファイル」する。
           *******。
　　　　　通常基板左下が原点（０，０）で******データ存在。
           それを********反転行う。
　　　　　（参照層は*****）
           *********。
６．回路情報定義********
　　（配線仕様*******）
７．******「固定部品配置」実施。
８．*******
   ①部品面パターンを*******へ移動。
        ******
   ②半田面パターン********へ移動。
   ③①のデータを***に戻す：（******
   ④シルクデータについて******
        *******
　　　その後、*******
　　　（会話層を******を）
９．配線仕様定義******
１０．********がないかの確認。
           ＤＲＣ実施。
１１．シルク編集。

    注：パターンについては、ＤＲＣチェックかけているため、検証ＯＫであるが、
       シルクについては、手による編集が伴うため、黙視チェックが必要である。



本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載することは禁止します。
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